
明新科技大學機械工程系企業校外實習需求表  

公司名稱 弘塑科技股份有限公司 

公司網站 

聯絡窗口 

https://www.gptc.com.tw/ 

人資 王詩沛小姐 

03-5183030#2420 

Shihpei_wang@gptc.com.tw 

地址 新竹市香山區中華路六段 89 號 

公司簡介與願景 

弘塑科技股份有限公司成立於 1993年，主要生產半導體製程中，金屬蝕

刻，金屬化鍍及清洗設備。競爭對手多為國外知名大廠如 SEZ、SEMITOOL

等。 

公司自 2000年開始研發的十二吋設備，主要應用於 Flip Chip封裝。2006

年起，跨足於金屬電鍍、金屬化鍍及玻璃製程。2011年掛牌上櫃。 

我們是自有品牌設備製造商，擁有自行設計、發包、測試、安裝的能力。

我們的技術來源除了與日本、德國等國外公司合作外，更來自於本身堅強

的研發設計團隊。弘塑現有耗資上億的實驗室，提供客戶及公司製程團隊

進行先進製程開發測試之用，期使技術能不斷進步與增長，以求符合客戶

的需求與滿意。多年以來弘塑科技所經營的自有品牌價值，已獲得國內外

客戶認可與肯定。 

薪資與福利 

1.月薪：33,000 元  

2.保險保障：勞健保、勞工退休金提撥、團體保險 

3.生活設施：員工停車位、乾淨餐廳、研磨咖啡  

4.節日與個人禮金：生育禮金、結婚祝賀金、員工生日禮金、傷病住院補 助、

喪葬慰問金、三節禮金、節日禮券 

其他 
(願景、培育目標或培育方

式) 

為協助新進人員快速融入團隊並有效掌握工作所需職能，透過導師制協助

新人在工作期間逐步建立專業知識、工作流程與跨部門協作能力。 

本表格請 EMAIL 給明新科技大學機械工程系系辦助理  陳思吟小姐 syc@must.edu.tw 

職缺  

類別 職稱 需備技能 工作內容 缺額 

 
設備機構設計工

程師 

熟工程繪圖軟體

(SolidWorks,AutoCAD) 

1. 半導體設備機構 2D/3D圖設

計繪製，依規格設計圖面與

BOM表產出 

2. 參與裝機、驗收，追蹤與改

善問題。 

5 

 
設備機構組裝工

程師 

熟工程繪圖軟體

(SolidWorks,AutoCAD 

1. 半導體設備機台機構裝機組

裝 

2. 機構基本加工處理 

5 

https://www.gptc.com.tw/


類別 職稱 需備技能 工作內容 缺額 

 
設備管路設計工

程師 

熟工程繪圖軟體

(SolidWorks,AutoCAD 

1. 半導體設備管路 2D/3D圖設

計繪製，依規格設計圖面與

BOM表產出 

2. 參與裝機、驗收，追蹤與改

善問題。 

5 

 
設備管路組裝工

程師 

熟工程繪圖軟體

(SolidWorks,AutoCAD 

1. 半導體設備機台管路配管組

裝作業 

2. 機台設備功能調校 

5 

明新科大機械工程系人才培育兩大方向:機電整合自動化科技與精密製造科技 

網頁:meu.must.edu.tw 

企業如願意提供職缺，務請完成此表並回傳，以利作業。文字請盡量簡潔易懂；職缺可增減，謝

謝。 

http://meu.must.edu.tw/

